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概要 車載など高い信頼性の要求される用途に向け，CoC (Chip-on-Chip)パッケージ技術を開発した。CoC接合プロセスとし

ては，Auスタッドバンプと電解Auめっきバンプを組み合わせたAu–Au熱圧着法を適用した。EBSP法による結晶粒観察など

から接合メカニズムの推測を行ったうえで，これらの接合系においてArプラズマ処理が接合性に与える影響について，AFM，

ESCA法を用いた分析により明らかにした。また，接合プロセスが接合部直下のオンチップ多層配線やトランジスタの機械的・
電気的特性に与える影響について，テストチップを用いた評価で明らかにした。最後に，マイクロコンピュータチップ上にメ

モリチップを接続したCoC構造パッケージを試作，信頼性試験を行い，良好な結果を得た。

Abstract

We have developed a CoC (Chip-on-Chip) packaging technology for high-reliability applications.

Gold-to-Gold interconnects with Au stud bumps and plated Au bumps were used for the new technol-

ogy. EBSP (Electron Backscatter Diffraction Patterns) were observed to estimate the Au–Au bond

formation mechanism, and the plasma treatment effect on the Au bump surface was clarified using

AFM (Atomic Force Microscopy) and ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis). Further-

more, we have investigated the mechanical damage and the influences on device characteristics of

CoC interconnection processes using test chips with under-pad multi-layer wiring and transistors.

Finally, we fabricated CoC structure packages including a single chip microcomputer and a memory

chip, and successfully confirmed their excellent reliability.
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